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证券代码：002436        证券简称： 兴森科技       公告编号：2016-08-041 

 

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

2016 年 8 月 23 日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）在

指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关

于 2016 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-08-040），截止 2016 年 6 月

30 日，以公司总股本 495,969,168 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10

股转增 20 股，合计资本公积金转增股本 991,938,336 股。 

2016 年 8 月 24 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）

下发的《关于对深圳市兴森快捷电路科技有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】

第 144 号）（以下简称“关注函”），深交所对公司披露的上述利润分配及资本公积金

转增股本预案表示关注。根据《关注函》的要求，公司对有关事项认真进行了自查，现

对相关问题回复如下： 

一、结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要

经营情况、未来发展战略等因素，充分说明上述利润分配方案与公司业绩成

长性是否相匹配。 

回复： 

（一）利润分配预案的理由、合理性 
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（1）公司所处行业特点 

公司以PCB快件样板、中小批量板的设计、销售、制造为依托，向PCB高端制造延伸，

形成PCB业务、军品业务和集成电路业务三大业务板块共同发展的局面，各业务所处行业

特点、发展阶段及经营模式如下： 

PCB业务特点：PCB行业已经是一个技术成熟行业且已步入缓慢增长期，从全球PCB市

场来看，在经历了之前双位数的增长后，2015年开始减缓至个位数增长，国内PCB产业年

增长率预计仍维持在个位数的增长。 

军品业务特点：2015年以来，军队改革步伐明显加快，建立联合作战指挥体系，实

现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为海、空装备的快速发展带来机遇，进

一步增加对信息化装备需求。随着国家安全战略升级、国防军费开支的增长为公司在军

工市场的持续快速发展提供了市场条件。 

集成电路业务特点：全球集成电路产业包括先进集成电路封装测试产业快速向中国

转移，加上中国本土集成电路封装测试企业的快速发展，使中国IC载板市场需求日趋旺

盛。而随着全球IC载板产业逐步向中国转移，加上中国本土IC载板企业的快速发展，以

及政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步

增加，对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业在我国的发展具有积极的作用，必

将推动该行业的快速发展。 

（2）所处发展阶段、未来发展战略 

① 所处发展阶段 

PCB 业务：为公司的传统优势业务，为客户提供 PCB 设计——制造（样板、小批量板）

——SMT 表面贴装一站式服务，公司是国内规模最大的印制电路板样板、快件、小批量板

的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业。在未来几年全球 PCB 整体市场不会有

大的变化的前提下，随着产品结构的改变，产品迭代加速，传统的单双面板需求将会逐

渐减少，FPC 板，HDI 板，刚挠板，高多层板等的市场份额则会增多。而公司的 PCB 样板

快件及小批量板，是面向客户的研发需求，将会继续保持持续稳定的增长，公司在 PCB
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制造方面，始终保持全球领先的多品种与快速交付能力。 

军品业务：公司已深耕军品业务多年，目前应用主要集中在航天、航空领域，为客

户提供 CAD 设计+PCB 制造相结合的服务，近两年对军品业务资源的投入以及市场开拓力

度的加大驱动公司军工业务实现较快增长，但相较于适合公司服务的军工市场，还有广

阔的前景。 

集成电路业务：公司集成电路业务主要包括 IC 载板制造在内的 IC 封装解决方案以

及半导体测试板整体解决方案。公司 IC 载板业务已建立良好的客户基础，订单争取较为

顺利，可以按客户的需求生产各类基板，包括 PBGA、CSP(FBGA)、MCP、PoP、fcCSP、

Interposer 等。公司于 2012 年开始布局该业务，第一期设计年产能为 12 万平方米，目

前尚处于起步阶段，月产能平均在 3,000～4000 平米之间，初步实现量产能力，达到公

司预定的目标。公司全资子公司 Harbor Electronics 具有世界领先技术以及快速交付等

集成优势，可以设计制造高层数（最高达 100 层），高板厚（12mm）,小间距（0.3mm pitch）、

高厚径比（31：1）的半导体测试板，分布在中国、美国、欧洲以及东南亚的设计以及服

务团队已经为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国

内一流半导体公司重要的合作伙伴。 

② 未来发展战略 

未来，公司将继续围绕三大业务主线积极开展有关工作，在集成电路业务方面，公

司在 IC 载板投入巨资，积极为产业链转型升级布局，引进行业世界一流设备和高端技术

人才，定位以中高端集成电路封装载板制造为主，随着产品合格率、产量的逐步提升，

未来公司将积极打造从载板设计、制造到封测一体化方案解决能力。半导体测试业务具

备该细分行业全球领先的方案设计、制造一站式服务能力；未来公司将为北美、亚太地

区及国内一流的半导体公司提供服务。随着集成电路产业的快速发展，预计半导体行业

的市场空间也将随之扩大，这也是公司在半导体材料、半导体测试行业的进一步布局，

同时也将推动公司产业链转型升级，提高公司的综合效益。 

公司将充分利用当前军工市场发展的良好机遇，利用现有的技术、管理、市场资源

等优势，搭建平台，引入新的资源、技术、产品，进一步扩展军工业务。 

PCB 业务将通过智能化改造优化提升产能，同时进一步调整订单结构，拓展新产品、

改进工艺技术、导入高附加值订单。公司将通过以上措施提升 PCB 业务产能和效率、保



4 
 

持并提升毛利率。此外，公司也将进一步完善海外市场的布局，提升公司在海外主要市

场的占有率，确保公司整体销售收入的持续增长。 

（3）主要经营模式 

PCB业务采用CAD设计、销售、制造（样板、小批量板）、SMT表面贴装一站式服务的

经营模式。 

军品业务采用硬件研发、生产、销售一站式服务的经营模式。 

集成电路业务 

IC载板采用IC载板的生产、销售的经营模式。 

半导体测试板采用设计、销售、制造、表面贴装整体解决方案一站式服务的经营模

式。 

（二）利润分配预案与公司业绩的匹配性 

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 6 月 30 日，公司资本公

积金为 999,907,792.36 元。目前，公司经营情况良好，主营业务发展迅速，盈利水平稳

步增长。2016 年 1-6 月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 69,718,000.81 元，

较上年同期增长 39.18%。 

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合

理诉求的情况下，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，股东、董事、

副总经理兼财务负责人柳敏先生提出上述利润分配预案。上述利润分配预案增强了公司

股票流动性，优化了股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，符合公

司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。 

二、上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易

方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报

告。 

回复： 
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2016 年 8 月 10 日，公司股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏向公司董事长邱醒

亚先生提出了公司 2016 年半年度利润分配预案的提议，当日，董事长邱醒亚先生，召集

董事会秘书陈岚女士，会同提案人柳敏先生一起进行了商讨，经讨论决定，将此提案提

交公司半年度董事会会议审议，8月 11 日，公司董事会秘书陈岚女士以邮件形式向全体

董事发出召开第四届董事会第十四次会议的会议通知，邮件同时抄送全体监事、高级管

理人员，会议审议议案包含《关于公司 2016 年半年度利润分配预案》。 

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深交所及时报备了内幕信息知情人

登记表。 

本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年

修订）》第 7.7.18 条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月

内买卖公司股票情况进行了自查，未发现董事、监事、高级管理人员、众华会计师事务

所（特殊普通合伙）审计签字老师等相关人员及其直系亲属有买卖公司股票的情况。 

三、你公司认为应当说明或披露的其他事项。 

回复： 

公司不存在其他应当说明或披露的事项。 

 

特此公告。 

 

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

董事会 

  2016 年 8 月 26 日 

 

 

 




